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Abstract (en)
[origin: DE19617055C1] The copper-coated ceramic substrate (1) carries semiconductor circuit components (5,6) soldered or pressed into
contact with conductive intermediate layers of paste or adhesive. The preimpregnated sheet (8) has apertures (13) of suitable size and position
for acceptance of the components and direct contact between the coating (2) and copper tracks (11) of a flexible printed circuit board made of
conventional polyimide foils (10,12). The insulation of the prepreg consists of a laminate of woven glass fibre and epoxy resin coated on both sides
with epoxy. The thickness of the polyimide is at least 25 mu m. The cross-sectional area of the conductive tracks is matched to the requirements of
current consumption.

Abstract (de)
Die Erfindung beschreibt ein Halbleiterleistungsmodul mit großer Packungsdichte. Auf der Grundlage eines Sandwichaufbaus wird die Lebensdauer
erhöht, wodurch die Zuverlässigkeit der gesamten Anordnung vergrößert wird. Die erhöhte Qualität wird durch Vermeiden der Vergußtechnik
und Wegfall der Bondverbindungen erreicht. Die internen Schaltungsverdrahtungen werden durch den Einsatz einer flexiblen Leiterplatte und
deren Kontaktierung mit allen Anschlußstellen erreicht. Die Hermetisierung erfolgt durch Laminieren, wobei der Höhenausgleich der einzelnen
Schaltungsregionen durch den Einsatz von geometrisch vorgeformten Prepregs realisiert wird. <IMAGE>
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